
设备内部自然散热

1.设备内部电子元件散热
a．电阻。
   电阻的温度与其形式、尺寸、功耗、安装位置
以及环境温度有关。
   电阻通过固定连片或引线两端的导热及自身的
辐射、对流来散热。
   例如，在室温下功率小于0．5 W的碳膜电阻，
通过导热散去的热量占50％，对流散热占40％，
辐射散热占10％，因此电阻安装时应使引线尽量
短。另外，电阻表面应涂无光泽的漆，放置时要
使其最大的换热面垂直于对流气体的流动方向。
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b．变压器。

   变压器主要依靠导热散热。对于不加外罩
的变压器，要求其铁心与支架、支架与固
定面接触良好；对于有外罩的变压器，要
求外罩与固定面接触良好，还要将变压器
垫高，并在固定面上开孔，形成对流。 
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c．晶体管。

   对于功率小于100mW的晶体管，一般不
加散热器，对于大功率晶体管则应采用散
热器(详见后面的内容)。
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d．集成电路。

   对于一般集成电路，主要依靠其外壳及引
出线的对流、辐射和导热散热。当热流密
度超过0．6 W／cm’时，应装散热装置。
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a．在设备内部，各元器件、结构件间应保
持一定距离，以利于空气流动，增强对流
传热：

邻近两垂直发热表面，d／L≥0．25，如图
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邻近两垂直发热表面，d／L≥0．25，如图:

L
d

热表面热表面



电子设备的自然散热
邻近两垂直发热表面，d≥2．5mm ，如图:

L
d

热表面冷表面



电子设备的自然散热
邻近的水平发热圆柱体与冷的上表面，d／D≥0．85 
，如图:
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   邻近的水平发热圆柱体与冷的竖直表面，d／D≥0．7 
，如图:
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邻近的水平发热圆柱体与冷的水平平底面，d／D≥0．65 
，如图:
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b．在印制电路板上安装元器件时，

   应把热敏元器件和不耐热的元件(如电解电
容)放在气流上游(人口)，把发热量大的元器
件和耐热的元件(如电阻、变压器)放在气流
的下游(出口)，使整个印制电路板上元件的
温度较均匀。
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   c．对热敏感元件，可采用热屏蔽的方法
来解决，即采取措施切断热传播的通道，
在设备内部造成温差，形成热区和冷区。

底板

隔热板

1---5mm

热区

冷区
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3.合理安排印制电路板 

    若设备中只有一块印制电路板，水平或竖直放置
均可；若设备中有多块印制电路板，应竖直并列安
装且间隔不小于30mm，以利于自然对流散热。为
提高印制电路板的散热能力，可在元件和板之间设
置铜或铝导热条。导热条与元件间可涂覆导热膏如
硅脂，也可在多层印制电路板的表面留出较宽的条
形铜箔用来导热。



图：是印制电路板上集成电路导热条的位置。
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